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祁辉荣
探测器在1.2T磁场中，已完成安装模块的器件测试，磁性可以满⾜1.2T磁场下的探测器实验需
求。
介绍了现在进展的最新进展情况，加⼯的读出电路板已完成，和何峰⽼师确认：牧泰来正在发
货。
8层读出电路板的厚度1.6mm，材料采⽤TG180的耐⾼温板材。
读出板的器件何峰⽼师已确认采购。
55um读出的pilar采⽤50um的⾼度（GridPix），我们现有的读出采⽤100um的读出。

何峰
预计下周⼀收到读出电路板，共三块。
其中⼀块完成4块读出器件的焊接，与调试，需要灿⽂和建蒙配合。
其中⼀交由⾼能物理研究所完成探测器的研制。

邓智
现未采⽤读出保护，需要探测器运⾏在低增益状态（~2000左右）。
建议： 开始讨论探测器的模块制作要求，是需要先完成探测器的制作，保护好探测器部分
后，再交由完成后续电⼦学部分的⼯作；⽅案⼆是在完成后续电⼦学后，再进⾏探测器的制
作：

如果焊接温度⾼于350摄⽒度，且作⽤时间较⻓（分钟级以上），可能⽆法实现⽅案
⼆。何⽼师补充电⼦学焊接的温度约220摄⽒度，作⽤时间⼩于分钟量级。
如果完成⽅案⼆，那么后续电⼦学的器件需要平整处理，才能完成探测器的压膜⼯艺，
这样的话，就需要选择⽅案⼀；选择⽅案⼀的问题就是需要进⾏探测器部分的保护。
讨论认为：先采⽤⽅案⼀的⼯序来完成。

现有读出芯⽚共46块，经灿⽂测试，已交付给何峰⽼师。
董建蒙

读出固件在已有基础上进⾏修改和升级，还需要两个星期的时间完成。
完成的固件会与何⽼师沟通，完成系统的电⼦学部分的联调。

常悦，佘信
确认了“2400 primaries in 25 cm for a MIP”的含义，这与现有的模拟结果基本对的上。仅
是for a MIP 的定义稍有区别。

讨论及下周计划
收到电路板后，尽快按照计划调试，并且两周后建蒙的固件需要与何⽼师的进度配合。
下次例会：2024年8⽉8⽇ 14:00-16:00.
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